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(57) Abstract: The invention relates to a method for joining a first wafer (1) to at least one second wafer (2). The method is
characterized by the steps of: applying a sinterable bonding material (7) to at least one of the wafers (1, 2, 14) and bringing together
the wafers (1, 2, 14) and sintering the bonding material (7) by heating. The invention furthermore relates to a wafer assemblage (10)

and to a chip.

o (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fiigen eines ersten Wafers (1) mit mindestens einem zweiten
Wafer (2). Das Verfahren ist gekennzeichnet durch die Schritte: Aufbringen eines sinterfdhigen Bondingmaterials (7) auf zumindest
einen der Wafer (1, 2, 14) und Zusammenfithren der Wafer (1, 2, 14) und Sintern des Bondingmaterials (7) durch Erhitzen. Ferner

betrifft die Erfindung einen Waferverbund (10) sowie einen Chip.
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